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中期経営計画策定に関するお知らせ 

 

当社グル－プは、このたび中期経営計画を策定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 中期経営計画策定の背景 

これからの「超スマート社会」への移行に向け、半導体・空間コンピューティング技術の更なる進化と、それに対

応する先端半導体や光学系デバイスなどの需要拡大が予想される中、この度、当社グループは、長期経営ビジョン

と、その実現に向けた第一歩として第一次中期経営計画（2026年６月期から 2028年６月期）を策定いたしました。 

「ありたい姿」の実現に向けた経営方針と基本戦略の展開により、半導体分野・光学系デバイス分野における「グ

ローバルニッチトップのポジション確立」、「次なる成長ドライバー事業の創出」などに尽力してまいります。 

 

２． 長期経営ビジョン概要 

（１）経営方針 

・「モノづくり力強化」 

・「社会ニーズに即した事業領域の拡大」 

・「お客様とのリレーション強化」 

 

（２）ありたい姿 

・常に１番に声がかかる会社 

・グローバルニッチトップの会社 

・自らの成長、仲間の成長を実感できる会社 

・社会に貢献し続ける会社 

 

３． 第一次中期経営計画の概要 

（１）今次中期経営計画のテーマ 

「グローバルニッチトップのポジション確立と、売上高 300億円・営業利益率 12％・ＲＯＥ17％以上の達成」 

 

（２）基本戦略 

① 持続的成長 

・Ａ－ＰＩ戦略※によるお客様との協創 

・フラッグシップ企業との取引によるブランド力向上 

・新たなお客様への拡販・新市場創出 

・プロセスサポート・ＬＣＳによるリレーション強化 

 

※Ａ－ＰＩ（Advanced Process Integration）戦略：お客様のニーズ具現化に最も適した材料・装置・プロセス

を、一体不可分なソリューションとして提供。それを梯子に新規プロジェクトに参画し、新たな市場創出・差別

化による装置拡販に繋げる戦略 

 



 

 

 

② 収益力向上 

・新工場稼働などによる生産能力向上 

・新業務システム導入などによる生産性・業務効率向上 

・リードタイム短縮などによる収益性向上 

・ＣＣＣ（キャッシュ･コンバージョン･サイクル）短縮など資産効率向上 

 

③ サステナブル経営推進 

・事業を通じた社会問題解決（気候変動への対応/ダイバーシティ等への取組みなど） 

・利益創出に向けた基盤強化（ガバナンスの強化/人的資本の活性化など） 

 

（４）今次中期経営計画の期間目標 

① 定性目標 

・グローバルニッチトップのポシション確立 

・次なる成長ドライバー事業の創出 

・持続的成長の基礎となる収益力向上 

・持続的成長を支える経営基盤整備 

・持続的成長を牽引する人財活性化 

 

② 定量目標 

 2025年６月期（実績） 2028年６月期（最終年度） 

売 上 高 210億円 300億円 

営 業 利 益 21億円 38億円 

営 業 利 益 率 10.0％ 12％ 

Ｒ Ｏ Ｅ 3.1％ 17％ 

 

※本資料に記載されている戦略、目標等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

以 上 
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１. グローバルニッチトップを目指すＡＩメカテック １

お客様や社会のニーズに即した事業領域を創出し続け成長する「グローバルニッチトップ」
(単位：億円)

売
上
高

営業利益率

200

500

300

5% 15%

注記：※1 MB:はんだﾎﾞｰﾙﾏｳﾝﾀｰ ※2 μDSP:ﾏｲｸﾛﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ※3 SDP:ｼｰﾙﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ
※4 VAS:真空貼合せ装置 ※5 TBDB:ﾎﾞﾝﾀﾞｰ/ﾃﾞﾎﾞﾝﾀﾞｰ装置 ※6 WLP:ｳｴﾊﾚﾍﾞﾙﾊﾟｯｹｰｼﾞ
※7 PLP:ﾊﾟﾈﾙﾚﾍﾞﾙﾊﾟｯｹｰｼﾞ ※8 SiPh:ｼﾘｺﾝﾌｫﾄﾆｸｽ ※9 NIP:ﾅﾉｲﾝﾌﾟﾘﾝﾄ装置

150

10%
2022/6期(実績) 2028/6期 Future2025/6期(実績)

Core 
Technologies フィルム

貼付け技術
高精度

位置合せ
技術

微細塗布
技術

真空制御
技術

MB μDSP SDP/VAS/LCS

LCDIJP半導体

2021年７月上場

TBDB
WLP MB SDP

VASμDSP

LCDIJP半導体関連

TBDB
WLP MB μDSP SDP

VAS

LCD光学系デバイス分野半導体分野
TBDB

PLP ･HBM･SiPh

IJP/NIP
AGG･AR/VR

光電融合

※1 ※2 ※3 ※4

※5
※6

※7 ※8

※9
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２. 次なる成長ドライバー（半導体分野）

AI半導体パッケージ
断面図

PLP（樹脂インターポーザ）

Package Substrate

自動運転エッジAI

*2 *3

AR/HMDHPCデータセンター

*4*1

新たな先端半導体・AI半導体のニーズ拡大

①PLPプロセス
②バンプレスHBM
③シリコンフォトニクス（SiPh）

次なる成長ドライバー

AI半導体パッケージ（例）

✓薄型・低発熱・高速
✓低発熱・低消費電力

✓生産効率向上
✓コストダウン

HBM SiPh

BGA・μBall

出所：*1 DESIGNALIKIE *2 NTT西日本*3,13 株式会社オールアバウト*4 KDDI
         *5,9,11Morder Intelligence*6 NVIDIA*7AseGlobal *8 TORAY *10 Yole Intelligence

*6

*5

①PLPプロセス

Φ300mmウェハ

例：50mm×50mm Chip

多数個取り向けPLP向け 
New TB/DBシステム

36個9個４個

②バンプレスHBM

従来HBM バンプレスHBM

厚さ：約1/5

・TB/DB⇒Chipの薄化
・Nano VAS⇒高精度ウエハ常温接合システム

・・・

光半導体

SiPh Chip→薄化

③シリコンフォトニクス（SiPh）
*7

20

0

50

100

2025 2030

CAGR
7.75%

HPC市場
※HPC：High Performance Computing

（高性能コンピューティング）

（B$） *9

0

400

800

2023 2029

CAGR
44.5%

・・・

（M$） SiPh市場 *10

0
500

1000
1500

2024 2029

CAGR
41.1%

・・・

（M$） PLP市場 *11

光導波路

*8

300mm基板 600mm基板

2-1 TB/DB 先端半導体の需要拡大と先端パッケージ技術の進化を捉えた新事業領域の展開

２
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NIPシステム
（ウェーブガイド）

２. 次なる成長ドライバー（光学系デバイス分野）

2-2 IJP＋NIP 空間コンピュ－ティング技術進化と光通信ネットワーク進化の動きを捉えた新事業領域の展開

AGG無 AGG有

AR/VR

✓ARグラス普及拡大 ②ARグラス マイクロディスプレイ
③ARグラス ウェーブガイド

出所：*1 www.inkl.com *2 KDDI *3 www.freepik.es *4 DigiLens Inc *5 TechnoBeast *6 コヒレント
         *7 www.openpr.com *8 Wiseguy report *9 www.fortunebusinessinsights.com*10 グローバルインフォメーション

OLEDoS
μLEDoS

マイクロディスプレイ

①アンチグレアガラス（AGG） ②ARグラス マイクロディスプレイ
③ARグラス ウェーブガイド

モバイル端末 光通信ネットワーク

✓モバイルディスプレイ反射抑制

✓高速・大容量通信

表面ぎらつき
約1/6

④光電融合（光通信ﾈｯﾄﾜｰｸ）

ウェーブガイド

IJP＋NIPシステム

ウエハレベルODF ※

封止システム

①アンチグレアガラス（AGG）

④光電融合（光通信ﾈｯﾄﾜｰｸ）

*2 *3*1

*1
*4 *5

*6

0

5000

10000

2025 2029

CAGR
10.3%

（億円） AGG市場

・・・

*8

0

5000

10000

2024 2032

CAGR
45.4%

・・・

（B$） AR/VR市場 *9

0
1000
2000
3000

2024 2029

CAGR
15.8%

・・・

（億円） 光通信ネットワーク市場 *10

※ ODF(One Drop Fill)：
当社のCore Technologyを適用したパネル製造法

LCoS向けODF ※

封止システム

サーバー
・
・
・
・光ファイバ

LCoS（マイクロディスプレイ技術応用）

WSS※光通信Unit(例）

光信号
分配

※ WSS(Wavelength Selective Switch)：
マイクロディスプレイ技術を応用した光信号分配技術

３

次なる成長ドライバー

http://www.freepik.es/
http://www.openpr.com/
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４

「モノづくり力強化」「社会ニーズに即した事業領域の拡大」「お客様とのリレ－ション強化」による持続的成長

経営理念

 「モノづくり力強化」 お客様の要望を迅速に具体化し、他に
先んじて高品質な製品を提供する、不断のモノづくり力強化

 「社会ニーズに即した事業領域の拡大」 半導体・光学系デ
バイス分野の技術革新を捉え、お客様や事業パートナーととも
に、当社コア技術を活かし、社会に求められる新たな用途、事
業領域を開拓

 「お客様とのリレーション強化」 きめ細かなLCS（ライフサイク
ルサポート）活動によるお客様の満足度向上

経営方針

当社のありたい姿

「先進･革新技術で
未来を創造」

Create the Next by 
Advanced and Innovative

technologies

 お客様に、確かなソリューション提供力を評価・支
持され、新たな取り組みにあたり、常に１番に声が
かかる会社

 半導体、光学系デバイス分野における
グローバルニッチトップの会社

 従業員がプライドを持って能動的に働き、
自らの成長、仲間の成長を実感できる会社

 人々の生活を、より安全･安心･便利で豊かに
することで、社会に貢献し続ける会社

基本戦略
 AｰPI戦略や、協業・M&Aなどによる、

事業領域拡大・持続的成長
※AｰPI(Advanced Process Integration)戦略

 モノづくり力強化による、収益力向上

 サステナブル経営推進による、企業価値向上

210
250 280 300

500

10 10 11
12

15

0

10

20

30

0

200

400

600

2025/6期 2026/6期 2027/6期 2028/6期

売上高(左軸) 営業利益率(右軸)(億円) (%)

・・・

売上高500億円・営業利益率15％以上を目指す

2031/6期～34/6期

３. 長期経営ビジョン



AIMECHATEC, Ltd.  Confidential © AIMECHATEC, Ltd. 2025. All rights reserved.

５

グローバルニッチトップのポジション確立と、売上高300億・営業利益率12％・ROE17％以上の達成

定量目標

 グロ－バルニッチトップのポジション確立

 次なる成長ドライバ－事業の創出

 持続的成長の源泉となる収益力向上

 持続的成長を支える経営基盤整備

 持続的成長を牽引する人財活性化

定性目標

32
80

130
170

187

160

13640

31
40

34

0

100

200

300

2025/6期 2026/6期 2027/6期 2028/6期

(億円)

(単位：億円)

2025/6期 2026/6期 2027/6期 2028/6期

売上高 210 250 280 300

半導体関連 195 200 202 207

ＩＪＰ/ＬＣＤ 15 50 78 93

営業利益（率） 21(10.0) 25(10) 32(11) 38(12)

ＲＯＥ（％） 3.1 14 16 17

■成長ドライバー ■次なる成長ドライバー ■従来装置(MB、プラズマ、LCD、AS)

事業分野 成長ドライバー 次なる成長ドライバー

半導体分野 ･TB/DB(WLP) ･New TB/DB(PLP,HBM,SiPh)
･Nano‐VAS

光学系デバイス分野 ･マイクロディスプレイ向け
システム

･光デバイス(AGG/ウェーブガイド等)
・ODF応用製品向けシステム(調光パネル等)

210億

250億

280億
300億

４. 第一次中期経営計画概要

売上高(セグメント別)・収益指標

売上高(成長ドライバー別)
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６

目標達成に向け、持続的成長を支えるサイクル、収益力向上、サステナブル経営を一体で推進
基本戦略

持続的成長
A-PI戦略による
お客様との協創

フラッグシップ企業との
取引によるブランド力向上

新たなお客様への
拡販･新市場創出

プロセスサポート･LCS活動
によるリレーション強化

収益力向上
生産能力向上
新工場稼働

生産性･業務効率向上
新業務システム導入

資産効率向上
CCC ※短縮

収益性向上
リードタイム短縮

サステナブル経営推進

事業を通じた社会課題解決
気候変動への対応

ダイバーシティ等への取組み

利益創出に向けた基盤強化
ガバナンスの強化

人的資本の活性化

 AｰPI（ Advanced Process Integration )戦略：
お客様のニーズ具現化に最も適した材料・装置・プロセスを、
一体不可分なソリューションとして提供。それを梃子に新規プ
ロジェクトに参画し、新たな市場創出・差別化による装置拡
販に繋げる戦略

※ CCC：キャッシュ・コンバ－ジョン・サイクル

４. 第一次中期経営計画概要
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７

量産投資ニーズの着実な捕捉と、お客様との協創による先進的ソリューションの開発・新市場創出

●TB/DB(WLP)
 フラッグシップ企業向けの円滑な出荷、装置立上げ
 ブランド力向上・新機能提案による新規拡販

●TB/DB(PLP、HBM、SiPh）
 パイロットシステム受注先(フラグシップ企業等)における着実なプロセス評

価対応、量産向け受注確保
 受注実績を活かしたデモ対応強化による新規拡販

●米国等における販売・サポートチャネル確立
 お客様の投資計画を踏まえ、アライアンスによる進出検討

半導体分野

●マイクロディスプレイ向けシステム
 デファクトスタンダード技術を梃子とする、最終デバイス市場拡大に沿った

投資需要の着実な捕捉

●光デバイス(AGG/ウェーブガイド等)向けシステム
 フラグシップ企業の量産スケジュールに沿った着実な開発推進、受注確保
 AｰPI戦略展開による多角的な量産プロセス開発・提案や、合弁会社

NLTとの協働による、新規プロジェクト参画、受注確保

●新たな販売チャネルによる中華圏の市場開拓
 SiPhデバイス向け新プロセスのマーケティング、既存事業積み上げ

光学系デバイス分野

22 47 76

164
166 135 108

31 13 20 24

0

100

200

2025/6期 2026/6期 2027/6期 2028/6期

(億円)
半導体分野 売上高

195億 200億 202億 207億
■成長ドライバー ■次なる成長ドライバー ■従来装置

10
33 54

6
22

24
29

9
18

20
10

0

100

200

2025/6期 2026/6期 2027/6期 2028/6期

(億円)
光学系デバイス分野 売上高

15億
50億

78億
93億

■成長ドライバー ■次なる成長ドライバー ■従来装置

 TB/DB(PLP)をはじめとする、｢次なる成長ドライバー」領域の本格的量産向け
受注を、2028/6期と想定

 AGGをはじめとする光デバイス向け受注・売上の立ち上がりにより、新たな売上高
100億円レベルの柱に

５. 第一次中計期間の主な取り組み



AIMECHATEC, Ltd.  Confidential © AIMECHATEC, Ltd. 2025. All rights reserved.

８

新工場の円滑な立ち上げ、リードタイムの短縮などにより収益力を向上
収益力向上

 新業務システムの導入
・生産管理、財務管理、購買管理の効率化

 IT基盤の整備
・データの視える化、クラウド化推進

生産性・業務効率向上

 新工場の円滑な立ち上げ
 マルチベンダー体制の構築

・組立委託先/完成外注先の拡大
 多能工化推進による柔軟な生産体制拡充

生産能力向上

 リードタイムの短縮
・内製化、協力会社との一体運営推進
・装置設計標準化推進による製造性の向上
・現地立ち上げ能力向上による作業時間短縮

 装置横断的な部材調達推進

収益性の向上

 運転資本のコントロール
・CCC短縮への取組み推進

資産効率の向上

サステナブル経営の推進 ※主要な取り組み

 気候変動への対応/地球環境の保全・環境負荷軽減
・専任組織を設置してのサステナビリティ環境推進体制の強化
・太陽光発電設備増設による再生可能エネルギー活用拡大
・省力化設備導入による工場省エネ化
・水資源循環機能付装置導入による環境負荷軽減
 ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン
  ・女性管理職比率向上に向けた基盤整備
・海外人財の正規社員採用促進
・定年後処遇の選択肢多様化

事業を通じた社会課題解決への貢献

 ガバナンスの強化
  ・リスク/コンプライアンス委員会による重要リスクの把握、対応の徹底
・任意の指名委員会設置による持続的経営体制整備
 人的資本の活性化/心身の安全衛生
・社内公募制導入による組織活性化と従業員モチベーション向上
・教育/研修施策の増強による人財能力向上
・安全で健康的な職場環境整備によるエンゲージメント向上

利益創出に向けた経営基盤の強化

５. 第一次中計期間の主な取り組み
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2023‐25/6期 実績見込み

キャッシュ・イン キャッシュ・アウト

2026‐28/6期 計画

キャッシュ・イン キャッシュ・アウト 成長投資 58％
・研究開発費 (10%)
ーデモ用装置、プロセス開発等

・設備投資 (22%)
ー新工場建設費用、更新投資等

・経営基盤整備 (６%)
ーＩＴ基盤整備、人財投資等

・M&A (20%)
ー半導体プロセス装置事業取得

 株主還元 約８％

 期末現預金

財務CF
約80億円

期首現預金
約24億円

株主還元

期末現預金
約40億円

成長投資

営業CF
約104億円

期首現預金
約36億円

成長投資

株主還元

期末現預金
約36億円

企業価値向上に向けた成長投資、財務基盤拡充とのバランスを勘案した、安定・継続的配当

 成長投資 30%程度
・研究開発費
ーデモ用装置、プロセス開発等

・設備投資
ー新工場建設費用等

・経営基盤整備
ー新システム導入、ＩＴ基盤整備、
海外拠点整備、人財投資

 株主還元 ８%程度

 借入金返済 35%程度
・リスクバッファーとしての財務基盤拡充

 期末現預金
・売上高伸長に伴う手元流動性確保株主還元方針

253 279 278 310

45
(記念配当17円含み) 45 45 50

0

15

30

45

60

0

100

200

300

2023/6期 2024/6期 2025/6期 2026/6期(予想)

配当金総額(百万円,左軸) １株当たり配当額(円,右軸)

定額による安定･継続配当 中期経営計画
DOE2.5%程度

 配当による株主還元

 業績や成長投資に必要な内部留保の充実などを総合的に勘案し、
安定かつ継続的に配当

 株主資本配当率(DOE)2.5％程度を目安として実施

借入金返済

６. キャッシュアロケーション方針



10

“Create the Next by Advanced and Innovative Technologies”

ご注意事項
本資料に記載されている戦略、目標等の将来に関する記述は、当社が
現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づい
ており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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